
Feature1:  Контроль температуры 100 ° C-450 ° C
feature2:  Безщеточный воздуходувка и мягкий поток воздуха
Feature3:  Заводская цена, поставщик Торговой гарантии
Feature4:  Принять небольшой заказ и заказ OEM
 
 

использование
1. подходит для распайки нескольких компонентов, таких как SOIC, CHIP, QFP, PLCC и BGA и т. Д.
2. Применимо для усадки, нагрева, разрыхления, размораживания, предварительного нагрева и
резиновой пайки и т. Д.
 












